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我々は GaAs両持ち梁 MEMS共振器構造を用いて、新規の室温動作・高感度・高速テラヘル

ツボロメータを提案、実現した 1-3。しかし、従来のバルク材料の熱伝導は高いため、MEMSボ

ロメータの感度をさらに改善することは非常に困難である。本研究では、MEMS共振器の梁部

分に多孔質メッシュフォノニック(PnC)ナノ構造を導入することによって MEMS ボロメータの

感度を改善する。フォノニク構造の低密度と高フォノン散乱率の特長を用いて MEMSボロメー

タ熱伝導の大幅な低減を実現し、MEMS ボロメータの熱感度を大幅に向上させることを目指し

ている。 図 1(a)に示すように、MEMS 梁に電子線描画により一辺正方形のメッシュナノ構造

を描画し, ドライエッチングにより PnC 構造を作製した。辺の長さと孔間距離の比率は、5:1、

4:1、3:1、2:1 となるよう設計した。その後、MEMS 梁にテラヘルツ波吸収層である NiCr 抵抗

膜及び電極を作製し、ウェットエッチングで犠牲層を露出させた。最後にフッ酸を用いて犠牲

層構造を選択的にエッチングし、超臨界乾燥によって MEMS梁構造を作製した。上記の工程で

作製したMEMS共振器は図 1(b)に示されている。 

次に、MEMS共振器の熱感度を評価する。作製したメッシュフォノニックナノ構造は高い孔

隙率を持っているため、MEMS ボロメータの熱感度が大幅に向上することが期待されている。 
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図 1: (a)MEMS 共振器作製プロセス(左), (b)MEMS 共振器と梁部分の PnC 構造のレーザー顕微鏡写真                
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